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1 概述

2025调制波发射的时候，个别芯片会出现杂散超标，如下：

图 1-1

如需过发射安规，软件需要做一定的处理，本文档主要讲解下软件过安规的处理流程；
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2 流程

不过安规的发包流程：

写一次fifo，RF开始发送，等待发送完成标志；

过安规的发包流程(连续发三包)：

（1）首先配置发射功率（-38dB），写第一次fifo，RF开始发送，等待发送完成标志；

（2）写第二次fifo，RF开始发送，等待发送完成标志；

（3）配置发射功率（用户期望的功率），写第三次fifo，RF开始发送，判断发送完
成标志；

注意点：

（1）在发送完成(TX_DS)标志位响应后，需要立即写fifo，否则还会出现杂散超标；

（2）前两包都是低功率发射，第三包发射前先设置正常功率；

（3）有新的包要更新发送，需要等上轮三包发送完毕; 除非应用中可以忽略上一包
的数据，那么可以更改fifo内容；
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3 软件

SDK提供了两种方式：轮询和中断方式；

轮询方式：软件流程简单，但是MCU会一直阻塞，直到三包发送完毕；

中断：软件流程复杂，MCU在发包过程可以处理其他事情；

开发人员应该评估自己的方案，选择合适的方式；

3.1 轮询方式

工程路径：PAN2025_Series_Bsp_Cmsis_V1.x\Sample\RF_Burst_safety_certification_Polling
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3.2 中断方式

工程路径：PAN2025_Series_Bsp_Cmsis_V1.x\Sample\RF_Burst_safety_certification_Interrupt

软件流程如下：

代码如下：
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4 数据

4.1 改善后的图形

如下是图 1.1的芯片，经过软件规避后的图形，杂散符合要求；
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